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INVENCION

por "PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR MEZCLAS DE RESINA ENDURE-
CIBLES", a favor de la firma suiza CIBA SOCIETE ANONYME,

residente en BASILEA (Suiza).

MEMORIA DESCRIPTIVA

Conocido es el empleo de materias de relleno

en los cuerpos moldeados de resina para colada. Con ello

suelen modificarse mucho las propiedades de los cuerpos

colados. Asi, es posible una mejora de las propiedades me-
5e cénicas y, por ejempio, wn gumento de la estahilidad de

1a forma en caliente segun "Martens"; tamb%én se logra,

por lo general, un abaratamiento de la masa de resina para

colada, Como ventajas no despreciables qabe gefiglar también

el menor "reohuge" o contraccidn de volumen que se presenta

10. en el endurecimiento de la masa de resina para colada y la

A
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menor reaccién exotérmica. No obstante, la mayoria de ‘las
materias de relleno conocidas adoleccen de claras desventajas,
Por cjemplo, sc consideran perjudiciales la aceidn

abrasiva que sec produce durante la elaboracidn de 138":
materias de rellcno inorgénicas mas frecuentemente utiiiza~
das en la téenica y el aumento del peso especifico de los
cuerpos moldeados, - Rero ﬁobre t0d0 en la industria elec-
trica la utilizacidn de resinas alargadas con materiasde
relleno estd limitade por la defectuosa resistencia a las
corrientes de fuga y al arco voltaico, asi como también

por el sumento, la mayoria de las veces considerable, de
las pérdidas dieléctricas, Mediante cl cmpleo, por ejem-
plo; de polvo de cuarzo como materia de relleno se empeo-
ran menifiestamentc las buenas propicdades eléctricas de
las resinas epbxidas para colada. Para obviar estos in-
convenientes se ha propuesto ya utilizar como materias de
relleno para las resinas epéxidas el trihidrato de 6xido

de aluminio, los carbonatos alcalinotérreos (patente ale-
mang ne 1 189 277), los sulfatos alcalinotérreos (patente
francesa n? 1 267 518) o los oxalatos alcalinotérreos
(patente alemana n2 1 129 694), De osta manera es cierta-
mente posible llegar a cuerpos de colada resistentes a

las corricntes de fuga y, en parte, también al arco vol-

taico; sin embargo, no se produce ninguna reduccidn del
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dngulo de pérdida dieléctrica tg (f, sino més bien un an-
mento, respecto a la masa de resina para colada sin carga.-
de rellenos o bien resulta, a igualdad del factor de pér-
dida, una resistencia insuficiente al arco voltaico, come
en el caso del polvo de creta. Las materias de relleno i
tadas a base de oxalatos son, ademas de eso, objetables
en el aspecto térmico, pues los compuestos de este tipo
pueden descomponcrse a temperaturas relativamente bajas,
Se conocen ademis plezas de aislamiento eléctrico que lle-
van una capa protecctora hecha de un material resistente a
lag corrientes de fugaj pero en las piezas de esta clase
se corre mucho peligro de que la coherencia mecanicas 0
quimica entre el revestimiento y el substrato sea demasia-
do escasa, lo quc puede conducir a un mayor riesgo de des-
cargas disruptivas, Por Wltimo, en la patente alemana n@
1 137 209 se propone también un procedimiento para fabri-
car piezas moldecadas por endurecimiento térmico de masas
de moldeo que contienen polietileno o polipropileno. Pero
el empleo de polietileno y polipropilono como materia de
relleno da cuerpos colados. que carccen de propiedades me-
cénicas satisfactorias y éé buena resistencia al arco vol-
taico.

Ahora, cuando se utilizan resinas epdxidas

carbociclicas quc contienen anillos aromdticos



5.

10.

15,

20,

como componente resinoso, pueden obviarse del todo,

0 por lo menos en gran parte, los inconvenientes

que aqui se han expuesto y lograrse una resistencia
al arco voltai.o especialmente buena y uma pérdida
dieléctrica baja, sb se emplean éomo materias de re-.
lleno ciertos derivados de triacina, la urea, la gua-
nidina o sus derivados que tengan un peso molecular no
superior & 1000 y un punto de fusidn superior a 1209
¥ que no sean senciblemente solubles a 1202 C en el
componente resinoso, y ello en cantidades de 40 par-
tes en peso, por lo menos, por cada 100 partes en
peso de resina epéxida, Como materias de relleno

de esta {ndole ticnen muy buena aptitud en particu-
lar la melamina, el acido cianurico y la diciandiami-
da.

En comparacidn con el polietileno y el
polipropilenc, los cuerpos de colada mezclados con las
materias de relleno de este invento mamifiestan un com;
portamiento claramente mejor en el arco voltaico y ‘
mojores propiedades mecdnicas,

Otra ventaja més de las meterias de relle~

no nitrogenadas de este invento radica también en
que adiciones relativamente pequeflas de ellas a ma=-

terias de relleno electricamente peores, como el pol=



vo de cuarzo, ocasionan ya una mejora importante,
Por la patente alemana n? 947.632 y por la
patente suiza n? 257,115 se conoce ya ciertamente
el empleo de derivados de triacina, como la melamina 0O
5. el dcido ciamdrico y respectivamente la diciandiamida;
como agentes de endurecimiento para las resinas epd-
xidas que se obtienen por reaceidn de bisfenol A y
epiclorhidrina. En cste uso conocido como agentes de
endurecimiento se utilizan, por 100 partes en peso
10, de resina epdxida, 10 hasta un méximo de 35 partes
en peso de melamina y/o Acido ciamirico, o respecti-
vemente 2 hasta un miximo de 20 partes cn peso de di~
ciandiamidas y, on esencia, toda la cantidad de deri-
vado triacinico o de diciandiamida reacciona con la
15, resina epdxida durante la reaccidn dec cndurecimiento
¥y no permanece tal cual es, como materia de rclleno, en
el producto endurccido,
En la patente alemana n 1 115 921 se propone
ademas afiadir a una mezela de resina para colada, que con-
20, tiene una resing epdxido-triacinica, un endureccdor ami-
nico y un éter diglicidflico alifdtico como agente pro-
ductor de gas con accidn incombustibilizantey hasta ol

50 % de melamina respecto a la cantidad toﬁai de resina,



Aqui las mezclas do resina para colada a basc de resina epoxido-
~-triacinica ya poscon, sin aditivos modificantes, propiecdndes cw
léctricas caractoristicas, como cn cspecial buena resisvencia

a las corricntcs pardsitas y bucna resistencia al arco, y asi no
sc consigue aqui una mojora mds de las propiedades eléetricas,
por adicién de molamina.

Fn cambio, cn las mezclas de resina para colada a
basc dc resinas cpéxidas, que conticnen anillos carbociclicos,
aromAdticos, como on cspacial éteres poliglicidilicos de polife-
noles quc poseen rasistencia a las corriuntos pardsitas y resis~
teneia al arco solo relativamonte mas mala, sc¢ mejora en forma
csoneialmente sorprendente las propicdades cldéetricas eitadas,
nodiante une adicidn de unas 40 a 300 partes en peso de derivado
triacinico por 100 partes de la resina epdxida.

Objoto de oste invento son en consccuencia mezelaa de
resina cndureciblces quo contiencen como compononte resinoso, o bicn
una rosina epdxida carboeiclica, que conticne anillos aromiticos, ¥
un endurecedor para scnas cpdxidas, o bicn un precondensado a base
de una rosina epixida de tal {ndele y un ondurecedor, asi como ma-
terias de rolleno, y que s¢ caractorizan cn que la materia de relle~
no consiste, por lo monos cn parte, cn un compuesto nitrogenado del
grupo de los derivados triacinicos, la urca, la guanidina y sus do~

rivados, y ¢n quc dicho compuesto nitrogenado tiene un peso e
n6lécular no superior a 1000y un punto dé fi§ién superior °
@ 1202 C y no es sensiblemente soluble a 2120 2 C'en el

componente resinoso ademds de que dicho compuesto

»
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nitrogenado s¢ halla en la mezcla en cantidad de 40 partes
en peso a lo menos, y preferentemente de mas de 50 partes
en peso ¥y hasta 400 partes cn peso, por cada 100 partes

en peso de resina epdxida,

5. La expresidén "endurccimiento", scgin aqui se
usa, significa la conversidén de los sistemas resinosos an-
tes expuestos cn productos reticulados, insolubles e infu-
sibles, y ello por 1o general con modelacidn simulténea
en cuerpos de moldeo, como cuerpos dec colada o fundieidn,

10, cuerpos de prensa o0 laminados o estructuras superficiales
o aplanadas, como pcliculas de barniz o laca o adhesiones.
Derivados triacinicos aptos como materia de relleno
para los fince del invento son, por ejemplo, la amme-
lina, la ammeliday el melamo, la formoguanamina, la

15, acetoguanaming, la benzoguanamina, las mono-alquil-mela-
minas, Za N-fenilmelamina y la mono-, di-, tri-, tetra-,
penta- y hexa-motilolmelamina, le tetrahidrobenzoguang-
mina, la hexahidrobenzoguanamina y, en particular, el &-
cido ciamirico y la melamina.

20, Ademds de la urea y la guanidina, pueden em~

plearse tambidn como materias de rolleno, sus sales, por
ejemple el carbonato de guanidina., Se logran asimismo bue-
nos resultados con particular con dorivados de la guanidina,
entre 1los cuales cabe citar sobre todo la diciadiamida

25, ( = l-ciano-guanidina),
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En calidad de resinas epdxidas se utilizan coﬁpﬁes—
tos poliepoxidos carbociclicos segin la invencidn, que |
contienen anillos aromiticos; se ¢itan por ejemplos

Los poliepoxidos obtenidos.: mediante epoxidacidn
con peracidos, como dcido peracético, de productos de adicidn
insaturados de por lo menos 2 moles de dieno, como buta-
dieno o isopreno en hidrocarburos arométicos, como benceno,
tolueno o xileno; compuestos poliepdxidos basicos, como se
obtienen mediante reaccidén de diaminas aromdéticas primarias
o secundarias, como aniling, toluidina, 4,4'-diaminodifenil-
metano, 4,4'-~di-(mono-metilamino)-difenilmetano o 4,4'-dia ~
minodifenilsulfona con epiclorhidrina en presencia de alca-
1li; éteres poliglicidilicos de N-(dialcanol)arilaminas, co-
mo por ejemplo el éter diglicidilico de N-fenil-dietanolami-
na; éster poliglicidilico, como son accesibles mediante
reaccidn de un dcido dicarboxilico aromatico, como acido
ftalico o acido tereftidlico como epiclorhidrina o diclorhi
drina en presencia de &lcali, como por ejemplo ftalato digli-
cidilico,

Ventajosamente se utilizan éteres poliglicidflicos,
que son accesibles mediante eterificacidn de un difenol o
bien polifenol polivalente o bien bivalente con epiclorhi-
drina o diclorhidrina en presencia de dlcali. Estos com—
puestos pueden derivarse de difcnoles ¢ bien polifenoles
mononucleares o polinucleares, como resorcina, pirocatequi-
na, hidroguinona, 1l,4~dihidroxinaftalina, productos de con-~

densacidn de fenol-formaldehido del tipo de los resoles o
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novolacas, bis(p~fidroxifonil)motano, bis(p-hidroxifenil)

metano, bis(p-hidroxifenil)metilfenilmetano, bis(p-hidroxi-fe~

nil)tolilmotono, 4,4°-dihidroxidifenil, bis(p—hidroxifenil)sulfg

na y en espocial bis(p-hidroxifenil)dimetilmetano (= bisfenol 4),

So citan on especial los éteres poliglicidilicos de
bis(p-hidrorifenil)dimetilmetano, que corresponden a la

férmuia modia

G,
”

b=

CH

a
2

Q= OE~Clp(- O\ <‘3~/’”§ O-CH,~CHOH=CH,,~) =0 é 0~CH,—CH~CH

= CH~CHywe (+ O ff N\ G- 7\ ~O-CH,~CHOH~CH,~) =0 ~C- -0~CH,—CH-

-0l (-0 =0-Ot 0ROy 0= {f By =G By 0Oty
o,

en la que
z significa un numoro entero o quchrado pequefio
de valor dcsdo O a 2,
,Pueden emplearsc ademas mezclas de dos o mas de las
cpoxidas
resinas/cicloslifdtica que se han resefiado antes,

Para lcs sistomas de resina epdxida endurecibles
pucden usilizarse en principio todas las clases cono-
cidas de cndurccedores. Entran cn considerncidn, por

. b . 2 o . 4 .
gjemplo aminas o amidas, como amings alifaticas y
aromaticas primarias y secundarias por ejemplo,
p-fenilendiamina, bis-(p-aminofonil)-metano, etilendia-

mina, I,N--dictictilendiamina, dietilentriamina, tetra-~



10.

15.

20.

25,

-~ 10 =

(oxistil)-dietilentriamina, trietilentetramina, N,N-di- -
metilpropilendismina); poliamidas {por ejemplo, las de
poliaminas aliféticas y 4cidos grasos insaturados di- 0% ..
trimerizados); fenoles polivalentes (por ejemplo, resor{;'i
cina, bis(4~oxi£enil)~dimetilmetano, resinas de fenol-
formaldchido), o en especial Acidos carboxilicos polibé-
sicos y sus anhidridos, por cjemplo amhidrido de &cido
tereftdlico, anhidrido de dcido tctrahidroftdlico, anhi-
drido de 4cido hexahidroftdlico, anhidrido de Acido metil-
hexahidroftdlico, anhidrido de dcido cndometilen~tetrahidrof-
t4lico, anhidrido de dcido metil-endometilen-—tetrahidrof-
talico (=Methylnadicanhydrid), anhidrido del &cido hexaclo-
roendometilentetrahidroftilico, anhidrido del dcido succi-
nico, anhidrido del &cido adipico, anhidrido del Acido
maleico, anhfdrido del &cido alilsuccinico, anhidrido del
dcido dodecenilsuceinico, anhidrido del decido 7-alil-bi~
eiclo(2,2,1)hept~5~-en-2,3-dicarboxilico, dianhidrido del
dcido piromelitico o mezclas de tales anhidridos. Ademds se
puede utilizar conjuntamcnte, eventualmentc endurecederes,
como aminas terciarias, sus ssles 0 compucstos amdnicos cua-
ternarios, por ejemplo tris(dimetilaminometil)fenol, bencil~
dimetilamina o fenolato bencildimetilamdnico, sales de csta-
fiorl de 4cidos carbox{licos, como octoato de estafioll o
alcoholatos alcalinometalicos, como por ejemplo hexilato

sédico,
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Ademds pueden entrar en consideracidn como endﬁrece-
dores para el sistema de resina epéxida endurecible, aéiﬁis-
mo endurecedores cataliticos, que efecetdan una polimerizacién'
de lgs resinas epdxidas., Se citan por ejemplo aminas tercis-

5., 7rias, como bencildimetilamina, bases de Mannich, como
tris-(dimetil)-aminometilfencl, productos de reaccidn de al-
coholatos de alumirnio o bien fenolatos de aluminio con com-
puestos que reaccionan tautdmeramente del tipo del éster
acetoacético, catalizadores de Friedel-Crafts, por

10. e jemplo A1C13, SbClS, SnCl4, ZnClz, BF3 ¥y sus complejos con
compuestos orginicos, como por ejemplo complejos de BF3-ami-
na, fluoboratos metdlicos, como fluoborato de cines Acido
fosfdérico; boroxinas, como trimetoxiboroxina; compuestos de
quelato metdlico,

15, En lugar de¢ tales sistemas de resina epdxida y
endurecedor, pucden emplearse ain sistemas solubles y
fusibles, los llamados "grados B", que se obtienen me-
diante precondensacidén de resina epdxida ¥ un endure-
cedor apropiado, por ejemplo una poliamina aromética,

20, como p.p'-diaminodifenilmetaﬁo 0 m-fenilendiamina, o un
enhidrido de dcido carboxilico, como anhidrido ftdlico.

Los sistemas endurecibles a basc de resina epdxi-~
da pucden contencr ademas plastificamtes apropiados, como
ftalato de dibutilo, ftalato de dioetilo o fésforo de

25, tricresilos diluentes inertes o los llamados diluentes
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"activos", como cn particular los monoepdxidos, por ejem~
prlo glicida de butilo, glicida de cresilo,

A los sistemas resinosos endurecibles utilizados = -
conforme a este invento pueden afiadirse ademds, como es '
légico, los complecmentos usuales, como agentes de desmol-
deo, protectores conira el envejecimicnto, substancias
incombustibilizantes, colorantes o pigmentos.

La cantidad agregada de derivado triacinico, urea,
guanidiva o sus derivados debe ser por 1o menos de 40 par—~
tes en peso por cada 100 partes eh pesco de resina epdéxida.
Sin embargo, de prefercncia se emplean cantidades supe~
riores a 50 partes en peso y hasta 400 partes en peso de
materia de rellcmo nitrogenada por cada 100 partes en
peso de resina epdxida.

81 wne parte de la rosina epdxida carbociclieca,
que contiene anillos aromaticos se reocmplaza por otra
resina cpdxida, las cantidades de materia de relleno ni-
trogenada gque se han de afiadir segin las indicaciones
anteriores se calculan en relacién a la cantidad total
de los componentes de la resina epdxida.

Ademds de las materias de relleno nitrogenadas
que aqui se proponen, las mezclas de resina endurecibles
a que se rcfiere estc invento pueden inecluir toda-
via, si se quiere, otras materias de rellecno conoci-
das y/o otros agentes de refuerzo conocidos, copo por

ejemplo fibras de vidrio, mica, cuarzo en polvo, ce-

lulosa, caolina, dolomita molida, didxido de silicio co-
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loidal de gran superficie especifica (AEROSIL) o polvo
metalico, como el polvo de aluminio.

Fl campo de aplicacidn téenica preferido para
las mezelas de resina con relleno a que se refiere egte
invento es el sector de las resinas para colada. Log cuer—
pos de colada obitenidos pueden utilizarse para las piezaéﬁ.ﬁ
componentes mas diversas, sobre todo en la Electrotécniaﬁ;
particularmente, por e¢jemplo, como soportes de alta ten-
gidn, aisladores rigidos y en suspensidn, on los que tam~
bién entra en cuenta ¢l empleo a la intemperie, y asimismo
para piezas aislantes de aparatos de distribucidn eléetri-
co8, como desconectadores ds carga y camars de explosidn,
y también para pasamuros y cn la construceidn de transfor-
madores de tensidn y transformadores de corriente. No obs-
tante, igualmente cs posible el cmpleo de lssmezclas de
resing endurecibles en otros sectorcss por ejemplo, como
resinag laminables, adhesivos, masas para prensa, polvos
de sinterizacidn, masas para revestimientos y estratifica-
ciones, masas para obturar y espatuldr, resinas de imprege
nacidén y resinas para inmersidén, con bucn resultado,

En los cjomplos que siguen, las partes signi-
fican, es tanto no se¢ indique otra cosa, partes cn peso, y
los porcontajes, porcentajce en peso. Las tomperaturas se

han medido en grados centigrados. Los volimenes y las par-

tes en peso Sc¢ refieren entre si como el mililitro y el gramc.
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EJEMPLO 1

En cada vez 100 partes de una resina de éter po%&i
gliciaflico 1fquido a temperatura ambionte (resina epxida A)
con wn contenido en epdxido de 5,4 equivalentes ior kg
¥y una viscosidad de 10'000 centipoises a 258 G, obteni-
da por reaccidn de epiclorhidrina con bis»(4-hidroxifenili;i
dimetilmetano en presencia de dlcali, sc deslien las
cantidades de endurcecedor seiialados en la tabla que
gigue y preoisémcnte 6 partes de tris-(dimetilaminometilo)-~
fenol o bien 1l partes dec trietilentotramina. Igualmente
a temperatura ambiente se mezclan a las muestras 3 - 8
las indicadas sustancias dc relleno y luego las muestras
1-8 se endurecen en moldes de aluminio (40 x 10 x 140 mm;
130 x 130 x 2 mm; 130 x 130 x 2 nn; 130 x 130 x 4 mm)
durante 24 horag a 40¢ hasta que se convierten en cuerpos
de forma sélida infundibles,

Con parecida estabilidad de la forma en caliente
sogin Martens y sin moerma esencial de las cualidades me-
cdnicas las muestras 4'- 8 endurecidas de acuerdo con el
invento ticnen la méxima resistencia al arco voltaico
(grado 4), micntras que las muestras endureccidas pin re-
lleno y la muestra 3 alterada con la_sustanoia de telleno Quarzmehl
empleada 2 menudo on la téenica (que se obtiene en el comer—

cio bajo la denominacidn de "Quarzmehl K8") posee sdlo el grédo 1,
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Muestra

Resina cpdxida A

Tfis—(dimetilaamg
nometil)~fenol

Trietilentetranina
Quarzmehl X8
Ureca

Carbonato de gua~
nidina

Diciandiamida
Melamina

Acido ciantrico

100

100

i1

100

11
100

100

11

50

100

11

50

100

50

100

11

60

100

50

Estabilidad de la .

forma en caliente
segun Martens
DIN 53458 en 2C

Resistencia al ar
co voltaico
DIN 53484 (grados)

Factor de pérdida
dieléetrica VDE
0303 tg4(50 Hz)
en % a 209C

a 50¥%C

88

L1l

0,4
0,6

91

Ll

0,4

85

Ll

2,3
3,8

83

L4

1,0
2,0

73

L4

0,5
1,2

100

L4

0,5
0,7

85

14

0,4
0,7

&

L4

0,3
0,4
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Se procads como en el cjemplo 1, con la difercncia
de que se utilizan como agente de endurccimicnto anhidrico
hexahidroftdlico y como scolerador del ondurecimiento behs-

pildimetilaminas la temperstura de elaboracidn asciende:é,:

v &

802C, TLas mezclas de resina para colada formuladas de
acuerdo con la table adjunts se endureccn cada una en
particular durantec 4 horas o 12092, Micntras gque las cua-
lidades mecanicas y tdrmicas dec todas las muestras en-
durceidas se mueven dontro del mismo orden de dimenw
sionos, ¢l comportamicnto de las prucbas 4 -1.8 endure-
cidas conforme al invento, on el arco volitaico y en el

campo dieléetrico es visiblemonte mas favorable,
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Muesgtra

PN

Resina epdxida A

Anhidrido hexa-
hidroftalico

Bencildimetilamina
Quarmehl X8

Trihidrdxido de
aluminio

Melamina

Pormoguanaming
Acetoguanamina
Benzoguanamina

Acido cianirico

100

80
0,5

100

80
0,5
350

100

60
0,5

300

200

100

80
0,5

120

100

80
0,5

175

100.

80
0,5

175

100

80
0,5

200

Resistencia al ap
co voltaico
DIN 53484 (grados)

Factor de pérdida

dieléctrica VDE
0303 tg 50 Hz) en
% a 202

a 809

L1

0,3
0,4

Ll

3,0
5,6

L4

5,0
210

L4

0,3
0,6

L4

0,3
0,4

L4

0,3
1,5

L4

0,3
0,7

T4

0,3
0,3
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EJEMPLO 3

En 100 partes de una resina del éter poligli- Lo
cidilico sélico a temperatura (resina epdxida B) con ‘i'
un contenido de opdxido de 2,6 equivalentes por kg, .,
obtenido por reaccidn de epiclorhidrina con bis—(4-
hidroxifenil)~dimetilmetano en presencia de Alcali,
se disuelven a 1209 — 1302 cada vez 30 partes de anhi-
drido ftalico como agente endurecedor. A esta mezcla
de resina para colada no/ﬁg afiade, en la muestra 1,
ninguna resistencia de rrelleno; en la muestra 2 se afia-
den 200 partes de Quarzmehl (que se obticne en el co-
mercio bajo la denominacién de Quarzmehl K8), en la
muestra 3 se afiaden 200 partes de hidrdxido de alumi-
nio y en la muestra conforme al invento n2 4 100 par~
tes de Melamina; las muestras con relleno poseen pare-
eclds posibilidad de verterse,

Las muestras se vierten a 1202 - 1302 en los mol-
des descritos en ¢l cjemplo 1 y entonces se endurecen
cada uno en particular durante 24 horas a 1309,

Lia prueba 4 cndurecida de acuerdo con el invento
muestra de nuevo el mejor grado dc resistencia al ar-
co voltaico -~ grado 4 - y, al mismo tiempo, muy redu-

cidas pérdidas dieléctricas,
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Muestra 1 2 3 4
Resina epéxida B 100 100 100 100
Anhfdrido ftalico 30 30 30 30
Quarzmehl X8 200
Trihidréxido de aluminio 200
Melamina 100
Estabilidad c;ie la forma
al calor segun Martens
DIN 53458 en 9C 94 110 105 106
Resistencia al arco vol-
taico DIN 53484 (grados) Il Il L4 L4
Factor de pérdida dialéc-
trica VDE 0303 k tgd(50 Hz)
en % a 209 0,3 2,0 8,5 0,3

a 809 4,3 >10 0,5

‘0,5
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EJEMPLO 4

En cada vez 100 partes de una resina del éﬁéf«
poliglicidilico sdlida a temperatura ambiente (resi- * .
na epoéxida C) con un contenido on epdxido de 5,5 equé; .
valentes por kg, obtenida por reaccién de opiclorhi-. .-
drina en presencia de 4dlcali con una novolaca, la cual. .
se obtuvo por reaccidén de fenol con formaldchido (re—
lacidn molar 1: 0,83) on medio debilmentc decido y a B
elevada temperatura; gse disuelven a 1202 - 1302 cada
vez 80 partes de anhidrido hexahidroftdlico y 0,5
partes del acelerador dc cndurecimiento bencilmetil-
amine. Después de desleirse las cantidades de sus-
tgneias de relleno indicadas en la tabla que sigue
ge vierten las mezclas dc resina para colada en mol-
des de aluminio y endurecen durante 24 horas a 1309,
Las prucbas 4 y 5 endurecidas de gcuerdo con la in-
vencidn tienen, en cstado calorifico, igual clevada
resistoneia al calor, resistencias mecénicas compa~

rables, pero cualidades cldctricas esencialmente mejores.
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Muestra 1 2 3 4 5
Resina epdxida C 100 100 | 100} 100 | 100
Anhfdrido hexahidroftilico 80 | 80| so| 80| 8o
Bencildimetilamina 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Quarzmehl K8 250 '
Hidrdxido de aluminio 250
Melamina 150
Acido ciamirico 150
Resistencia a la flexidn (kg/mmz) .

VSM 77103 8,3 8,4 Ty3 5,3 4,5
Comba de curvatura en rotura ’
en mm. 3,5 { 1,8 2,1 })2,1]1,6
Resistencia de flexiég al gol- : '
pe VSM 77105 (cmlkg/cm=) 3,8 { 3,6 | 2,1} 2,3 }1,7
Resistencia de la forma en
caliente segun Martens DIN
53458 en 9C 137 | 156 | 158 | 154 | 155
Resistencia a las descargas
eléctricas VDE 0303 (grados) KAy KAl KAl KA, LA3b
Resigtencia al arco voltadico
DIN 53484 (grados) I1 | Il | L1 | I4 | L4
Pactor de pérdida dieléctrica
VDE 0303 tg /(50 Hz) en % : :
< a 20¢ 0,51 2,5 {2,0 0,5 |0,5
a 80¢ 0,3 5,1 9,8 0,3 0,3
a 1409 098 598 had 0’6 097
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EJEMPLO 5 -

En cada vez 100 partes de una resina de ééﬁér PO~
liglicidflicoliquido a tcmperatura ambiente (resina.epdxi-
da) con un contenido de epdxido de 6,3 equivalentes per

5. kg, obtenido por reaccidn de dcido ftdlico con epielor-
hidrina en presencia de una combinacién aménica cug%é%na-
ria y posterior deshidrohalogenacidn con sosa eaustiéé;
se deslien a 1202, 80 partes del agente endurecedor ’
anhidrido ftdlico, sc¢ agrega a la muestra 1 300 partes

10. de Quarzmehl K8, a la muestra 2 130 partes de dcido cia-
narico y se endurccen las mezclas en moldes de aluminio
durantc 16 horas a 1209,

Las dos muestra poscen en estado endurceecido el

méximo grado de rosistoncia al arco voltaico (L4), 1a
15, muestra 2 conforme a la invencidn muestra, on cambio, to-

davia muy reducidas pérdide dieléctricas.
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Muestra 1 2
Resina epbxida D 100 100
Anhidrido ftalico 80 80
Quarzmehl X8 300
Acido cianurico 130
Resistencia al arco voltaico -
DIN 53484 (grados) T4 L4
Factor de pérdida dieléctrica
VDE 0303 tg § (50Hz) en %

a 209 1,0 0,2
a 509 1,8 0,3
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NOTA

Descrito el objeto del presente invento, se
declaran nﬁevas y de propia invencidn las siguientes rei—afv
vindicaciones, con prioridad de las patentes suizas mims. .
16130/65 del 23.11.65 y 14998/66 del 18.10.66, existiendo on

5. ellas unidad de invenciédn.

1. Procedimiento para preparar mezclas de resina
endurecibles, que oontienen como componente de resina o una
resina epéxida conteniendo un anillo aromdtico carboeiclico
y un endurecedor pars la resina epdxida un precondensando de una

10. de tales resinas epdéxidas y un endurecedor, asi como materias
de relleno, caractorizado porque la materia de relleno consta por
lo menos en parte de un compuesto conteniendo nitrdgeno del
grupo de los derivados de triazina, urea, guanidina y
sus derivados, en donde el compuesto conteniendo nitré-

15. geno citado posece un peso molecular no mayor de 1000,
tiene un punto de fusidn por cencima de 1202 y no es per-
ceptiblemente soluble a 1209 con el componente de resina, y en don
de ademds el compucsto conteniendo nitrdgeno citado estd pre-
sente en una dosis de por lo menos 40 partes en peso por cada

20, 100 partes en peéo de resina epdxida on la mezcla.

2. Procedimiento, segin la reivindicacion 1,
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caracterizado porgiie el compucsto conteniendo nitrd-
geno utilizado como materia de relleno estd presente en - - .
una dosis de mds de 50 y hasta de 400 partes en peso por

cada 100 partes on peso de resina epdxida. :

3. Procedimiento, segin las reivindicaciones
1l a 2, caracterizado porque el componente de resina es

una reésina de colada,

4, Procedimionto, scgin las reivindicaciones
1 & 3, caracterizado porque el compucsto contiene como mate-

ria de carga, meclamina,

5. Procedimiento, segin las reivindicaciones
1l a 3, caracterizado porque el compucsto contiene como

materia de carga, deido ciamirico.

6. Proccdimiento, segin las roivindicaciones 1 a 3,
caracterizado porque el compuesto contiene como materia

de garga, diciandiomina.

7. Procedimiento, segin las reivindicaciones
1l a 6, caracterizado porque ¢l compucsto contiene : como resina

epdxida, uu éter poliglicidilico de un polifenol.

8., Proccdimiento, segin las reivindicaciones
1 a 7 caracterizado porque una paric de la resina epdxi-
da conteniendo el anillo aromdtico carbociclico estd

sustituida por otra resina epdxida, en donde la materia
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de carga conteniendo nitrégeno estd presente 'en una dosis’
de por lo menos 40 partes en peso por 100 partes en peso -
de los componentes de resina épéxida contenida en la

mitad total de la mezcla., - .-

9. Procedimiento para preparar mezclas de resiﬁaf_

endurecible.

Segin se describe y reivindica en la presente
memoria desceriptiva que consta de 26 hojas foliadas y

escritas a mdquina por una sola hoja.

Nadrid, a 22 de Noviembre de 1966

p.aa ISEEB
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SANZ k‘ERRERO
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